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(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR DRYING AND/OR CLEANING POT-SHAPED HOLLOW BODIES, IN PARTICULAR
TRANSPORT CONTAINERS FOR SEMICONDUCTOR WAFERS OR FOR EUV LITHOGRAPHY MASKS

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TROCKNEN UND/ODER REINIGEN VON TOPFFORMIGEN

HOHLKORPERN, INSBESONDERE VON TRANSPORTBEHALTERN FUR HALBLEITERWAFER ODER FUR EUV-
LITHOGRAFIE-MASKEN
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(57) Abstract: The invention relates to a device (10) for drying and/or cleaning pot-shaped hollow bodies (12), in particular transport
containers for semiconductor wafers or for EUV lithography masks. The hollow body (12) has a hollow body wall (14), which forms a
hollow body inner surface (16), said hollow body inner surface (16) delimiting a hollow body interior (17), and a hollow body opening
(18), which is enclosed by the hollow body wall (14) and through which the hollow body interior (17) can be accessed. The device (10)
comprises a first holding means (30), by means of which the device (10) can interact with the hollow body wall (14), an evacuation
device (60) for applying a negative pressure in the hollow body interior (17) and/or a conveyor device (66) for conveying a flushing
fluid through the hollow body interior (17), and a displacement body (48) which is introduced or can be introduced into the hollow
body interior (17) through the hollow body opening (18). The invention additionally relates to a corresponding method for drying and/
or cleaning pot-shaped hollow bodies (12).
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WO 20237213456 A | [ 0000000001 0O T

NL NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PIL, PL, PT, QA, RO, RS,
RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ,
TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jjede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD,
SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY,
KG, Kz, RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH,
CY, CZ,DE, DK, EE, ES, FL, FR, GB, GR, HR, HU, IE. IS,
IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Verdtfentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Trocknen und/oder Reinigen von topfformigen
Hohlkorpern (12), insbesondere von Transportbehiltern fiir Halbleiterwafer oder fiir EUV-Lithografie-Masken, wobei der Hohlkorper
(12) eine Hohlkérperwandung (14), die eine Hohlk6rperinnenfliche (16) bildet, wobei die Hohlkorperinnenflache (16) einen Hohlkér-
perinnenraum (17) begrenzt, und eine von der Hohlkérperwandung (14) umschlossene Hohlkorperoffnung (18) aufweist, durch wel-
che der Hohlkérperinnenraum (17) zugénglich ist, umfasst, wobei die Vorrichtung (10) ein erstes Haltemittel (30), mit welcher die
Vorrichtung (10) halten mit der Hohlkérperwandung (14) Zusammenwirken kann, eine Evakuierungseinrichtung (60) zum Anlegen
eines Unterdrucks im Hohlkérperinnenraum (17) und/oder eine Fordereinrichtung (66) zum Férdern eines Spiilungsfluids durch den
Hohlkérperinnenraum (17), und einen Verdrangungskorper (48) umfasst, der durch die Hohlkorperéffnung (18) in den Hohlkorperin-
nenraum (17) einbringbar oder eingebracht ist. Ferner betrifft die Erfindung ein entsprechendes Verfahren zum Trocknen und/oder
Reinigen von topfférmigen Hohlkérpern (12).



